
FCBGA封装基板半导体材料HL832NXA超薄刚性多层电路板IC载板PC
B

产品名称 FCBGA封装基板半导体材料HL832NXA超薄刚性
多层电路板IC载板PCB

公司名称 深圳嘉圳电子科技有限公司

价格 32.00/个

规格参数 嘉圳:IC载板
BGA:FCBGA
深圳:宝安

公司地址 深圳市宝安区沙井街道新沙路星际大厦3A09

联系电话 18680337466 18680337466

产品详情

深圳嘉圳电子科技有限公司荣幸推出全新的FCBGA封装基板半导体材料HL832NXA超薄刚性多层电路板I
C载板PCB。该产品具有以下特点：超薄设计、多层电路板结构以及卓越的IC载板功能。价格仅为32.00
元/个，为您提供高性价比的选择。

FCBGA（Ball Grid Array封装）一直是半导体封装领域的热门话题。封装基板是半导体行业中必不可少的
组成部分之一。以BGA为代表的封装技术，可以在尽可能小的空间内实现更多的引脚，并提供更好的电
子器件连接性和热管理能力。深圳是中国半导体封装行业的重要基地，嘉圳电子科技有限公司作为深圳
本土企业，在IC载板领域积累了丰富的经验。

多层电路板是现代电子设备中常用的设计方案，它可以在有限的面积内实现更多的电子元件布局。嘉圳
电子科技有限公司的HL832NXA多层电路板具有良好的电气性能和可靠性，可以满足复杂电路设计的要
求，确保信号传输的高速和稳定性。

超薄设计是该产品的亮点之一，减少了整个半导体封装的厚度，有助于减小电子设备的体积和重量。在
现代电子产品中，追求轻薄短小已经成为大势所趋，HL832NXA超薄刚性多层电路板正是为此而设计。
其超薄的特点使其成为众多电子产品的理想选择。

解决问题的方法是我们关注的重点之一。嘉圳电子科技有限公司致力于为客户提供满意的解决方案。我
们拥有先进的生产设备和技术团队，可以根据客户的特定需求进行定制化生产，确保产品能够完全满足
客户的要求。

以下是我们在IC载板领域的成功案例之一：在某高端通信设备上，我们的HL832NXA超薄刚性多层电路
板成功应用于其FCBGA封装基板中。通过使用我们的产品，该设备在信号传输和热管理方面取得了显著
的改善，使得整体性能得到了提升。这个案例证明了我们产品的可靠性和优越性。



嘉圳电子科技有限公司希望能够为更多的客户提供优质的FCBGA封装基板半导体材料HL832NXA超薄刚
性多层电路板IC载板PCB。我们的产品价格为32.00元/个，物超所值。如果您对我们的产品感兴趣或有任
何问题，请随时联系我们，我们会竭诚为您提供的服务和满意的答案。
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Q：为什么选择FCBGA封装基板？

A：FCBGA封装基板在尽可能小的空间内提供更多的引脚，并具有更好的电子器件连接性和热管理能力
。这使得它成为现代电子设备中常用的封装技术之一。

Q：多层电路板有什么优势？

A：多层电路板可以在有限的空间内实现更多的电子元件布局，满足复杂电路设计的要求，确保信号传
输的高速和稳定性。
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